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深圳摄像头模组的胶水哪家优惠

生成日期: 2025-10-25

低温黑胶的胶接是通过具有黏附能力的物质，把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力
的物质称为胶粘剂或黏合剂，被胶接的物体称为被粘物，胶粘剂和被黏物构成的组件称为胶接接头。其主要优
点是操作简单、生产率高；工艺灵活、快速、简便；接头可靠、牢固、美观产品结构和加工工艺简单；省材、
省力、成本低、变形小。容易实现修旧利废接技术可以有效地应用于不同种类的金属或非金属之间的联接等。
现在使用的胶粘剂均是采用多种组分合成树脂胶粘剂，单一组分的胶粘剂已不能满足使用中的要求。已经开封
但没有用完的低温环氧胶，要密封盖好，放回冰柜储存，下次优先使用。深圳摄像头模组的胶水哪家优惠

低温黑胶在使用前必须将其恢复到室温,在恢复到室温以前请不要打开包装(建议回温至少 1 小时).  建
议(0.15—0.35Mpa)点胶压力,使用针头点胶速度(4—10mm/s).  本品在(25℃)的条件下,适用期是 72h.(建
议回温次数小于三次)  未使用完的胶,请先放入塑料袋内密封后再放入冰箱储存。
1、低温环氧胶使用时，为达到更好的使用效果，请去除粘接材料表面的油污。
2、该产品每次应适量挤出，以避免造成浪费。
3、施胶完毕后，尽快用于粘接的基材表面。在粘接过程中，保证粘接部位之间不要有相对位移，以获得有效的
粘接强度。
4、多余的未固化的胶，为防止污染部件，建议在固化前清理。
5、当温度的后固化可以较大程度提高粘合剂的交联密度从而获得较佳的粘接性能。深圳摄像头模组的胶水哪家
优惠低温黑胶在高温环境下，保存期会严重缩短。

低温环氧树脂胶是一种单组份、改性环氧树脂胶，用于BGA或CSP底部填充制程。它能形成一致和无缺陷
的底部填充层，能有效降低由于硅芯片与基板之间的总体温度收缩特性不匹配或外力造成的冲击。受热时能疾
速固化。较低的粘度特性使得其能更好的进行底部填充；较高的活动性增强了其返修的可操作性。
修复顺序：
1.将CSP（BGA）包的底部和顶部位置先预热1分钟，加热到200-300℃时，焊料开端熔化移除边缘已固化的底部
填充胶，拿出CSP（BGA）。
2.抽入空气除去PCB底层的已熔化的焊料碎细。
3.将PCB板移到80-120℃的盘子上，用刮刀除掉固化的树脂胶残留物。
4.假如需要，用酒精清洗修复面再修复一次。
注意：较理想的修复时间是在3分钟以内，因为PCB板在低温下放置太久能够受损。

单组份环氧胶。该胶水非常适合于电子元器件的灌封应用。它具有非常好的耐化学性能，可以耐油脂、汽
油等，是汽车和航空等工业粘接应用好的选择。已经成功应用于一些需要高度耐热煤油和制动液的应用中。由
于其剪切变稀的性能，流淌性控制及在元器件表面精确点胶的能力得到了改善。该胶水对陶瓷、金属以及很多
塑料都有很好的粘接力。黑胶可以在低温下迅速固化。100℃条件下该胶水可以在几分钟内完全固化。在铁磁物
质上可以通过电磁感应进行固化。低温黑胶施胶完毕后，尽快用于粘接的基材表面。

提高环氧胶固化速度的几种方法：环氧胶在一定温度范围内加温处理，可以有效提高胶水的固化速度。温
度越高，固化速度越快。如：双组份环氧胶，常温下24小时完全固化，但是在75°C环境下，1小时即可完全固
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化。针对单组份环氧胶可以先将物料调配好，稍微等一段时间再使用，等胶量有了反应再去浇注，这样能够加
快固化。在一定范围内，提高环氧胶固化剂的用量，能有效提高胶水固化速度。胶水点胶量要合适，环氧胶一
次性施胶太多，自然需要更长时间才能完全固化，施胶太少，虽然胶水固化速度快了，但是达不到粘接要求，
影响胶水的粘接效果。低温黑胶运输过程中所有的运输想内需放置冰冷袋以维持温度在8℃以下。深圳摄像头模
组的胶水哪家优惠

低温黑胶的固化时间从几分钟到几个小时不等。深圳摄像头模组的胶水哪家优惠

低温黑胶吸引人之处能够是它适用于多种不同的工艺条件。这种材料在120℃ 时即可固化，因此温度敏感
器件制造商可以享用其弱小功用而不会造成器件损伤。另一方面，即使 有工艺要求较低温度，可在150℃下固
化。依据制造办法的不同，也可在其它加热工序的进程中固化，从而提高产量。另外，用该材料替代热脂或相
变材料，无需使用夹子或螺钉固定器件，既降低了本钱，又浪费了时间。提供了散热组件和发热器件之间的机
械强度，满足低热阻和绝缘要求。深圳摄像头模组的胶水哪家优惠


